


  MAP2008 のご案内 
 

■展示商談会（11 月 26 日 PM～27 日） MAP2008 開催にあたって 
 技術や製品をアピールする場として、展示商談

会を併設しています。 
2001 年から毎年秋に開催されている MAP は、今

年で 8 回目の開催となります。 
 また、効率的なビジネ

ス交流を図っていただく

ため、ご希 望 に合 わせ

て 事 務 局 が 事 前 に 商

談会をアレンジします。 

MAP の目的は、実装技術を中心として、装置・材

料など半導体製造に関する最先端の知識や知見

について産学官がともに議論し、技術やビジネスの

将来展望を試みることにあります。また、700 社以

上が立地している九州の半導体関連企業の力を

結集し、半導体ビジネスの主要マーケットとなるア

ジアをにらんだネットワークの構築をサポートするこ

とも目的としています。 

 

■レセプションパーティー（11 月 26 日夕方） 

 11 月 26 日夕方からレセプションパーティーを行

います。レセプションパーティーにご参加頂ける方

は、一 般 参 加 及 びポス

ター出 展 をお申 し込 み

い た だ い た 方 で す 。 そ

の他 の方 については、

受 付 に て 交 流 会 費

5,000 円をお支払い下

さい。 

アジアは世界で最も半導体の生産が盛んな地域

です。MAP は九州から、“アジアンウェイ”で強力な

ビジネスネットワークの構築をサポートします。 

 

 MAP2008 開催概要 
会 期：2008 年 11 月 26 日（水）～28 日（金） 

会 場：JAL リゾート シーホークホテル福岡 

（〒810-8650 福岡市中央区地行浜 2-2-3）  
内 容：  ■ワインセッション（11 月 27 日夕方） 
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エクスカーション 

 11 月 27 日夕方から、

展示会場にてワインセッ

ションを行います。 

 プレゼンテーション、展

示商談会が一体となった

イベントです。 

 

■エクスカーション（11 月 28 日終日） 

11 月 28 日は、希望

者 の み 九 州 の 半 導 体

関連工場の視察ツアー

にご案内します。エクス

カーションは先着 30 名

様です。 

セッションテーマ（調整中）： 

次世代ファンダリビジネス、インド半導体産業の

動向、MEMS/Sensor デバイス、三次元実装、

SiP 技 術 、 CSP 技 術 、 部 品 内 蔵 基 板 、

DFM(Design for Manufacturability)、太陽電池、

エコデバイス、環境配慮型材料 
 
 

来場予定者：500 名 

展示商談会規模：40 社（予定） 

プレゼンテーション本数：30 本（予定） 

 

 
MAP2008 は、技術プレゼンテーション、ポスター

セッション・展示商談会、レセプションパーティー、

ワインセッション、エクスカーションによって構成され

ています。 
 
■プレゼンテーション（11 月 26 日 PM～27 日） 

 11 月 26 日午後から 27

目 終 日 、基 調 講 演 、技

術 ・ ビジネスプレゼ ンテ

ーションを行います。プレ

ゼンテーション本 数 は、

約 30 本です。 

 

 

 MAP2008 の参加特典 
九州の半導体関連企業 800 社・事業所を収録した

「九州とアジアの半導体実装関連企業データベース」

を ASTSA ホームページにて公開しております。MAP に

ご参加いただいた方には、データベースを閲覧できる

ID パスワード（2009 年 10 月まで）を差し上げます。 

MAP2008 イベント 

 
リスト 各社ページ 

  



 
■最新の業界動向に関する情報収集 

ＪＥＩＴＡをはじめとした関係機関と連携して、関心

の高いテーマを設定し、プレゼンターを招集してい

ます。国内外問わず最新の技術・ビジネス動向に関

する情報収集が可能です。 

■九州最大の半導体・装置・材料の総合展示会 

MAP は、九州最大の半導体を専門とした展示会

です。経営者やエンジニアが九州内外から多く集ま

るため、効率的なビジネス交流が可能です。 

■効果的な技術・製品のアピール 

来場者の 6 割近くの方が、製品の調達を目的とさ

れており、技術提携や生産委託を目的とされている

方も半数近くにのぼります。展示商談会出展者は、

ポスター出展料のみで、プレゼンテーションしていた

だくことができますので、効果的な PR が期待されま

す。 

■ビジネスネットワークの拡大 

MAP には国内・海外を問わず、デバイス製造から

装置メーカー、材料・部材メーカーなど様々な業種

の来場者が訪れます。また、レセプションパーティー

やワインセッションなど交流を深めていただくための

様々なイベントもご用意しております。既存ビジネス

の拡大や新規ビジネスのための情報収集、ネットワ

ーク獲得が期待されます。 
 

 
■プレゼン日時と時間 

11 月 26 日 PM～11 月 27 日の間で 20 分程度 

※英語でのプレゼン 

■プレゼン料金 

30,000 円（ただし、ポスター出展をお申し込みの方

は、ポスター出展料のみ） 

■お申込期限：10 月 17 日（金） 

■スケジュール 

7 月上旬  申し込み受付開始 

10 月 17 日 お申込期限、仮タイトル提出 

10 月中旬 開催チラシの送付 

10 月 24 日 アブストラクト（英文）提出 

11 月上旬 プレゼン原稿提出（基調講演者のみ） 

 開催プログラムの確定 

■お申込み方法 

お申し込み用紙に必要事項をご記入後、FAX

にて事務局までご返信下さい。受付完了後、事

務局より登録完了メールを配信いたします。 

 

 
■基本パッケージ（一コマ当たり） 

・パネル 1 台（W1,500mm×H2,700mm） 

・テーブル 1 台（W1,800mm×D450mm×H750mm） 

・コンセント（100V 1kw） 

・椅子 2 脚まで 

■出展料金：一コマ当たり 98,000 円  

■コマ形態：一列  

 

■その他：サンプルや実機等の持ち込みも可能。ただ

し、荷重 1 トン/㎡の制限あり。 

■お申込し期限：10 月 31 日（金） 

■スケジュール 

7 月上旬 お申し込み受付開始 

10 月 31 日 お申込期限、出展仮タイトル提出 

10 月中旬 開催パンフレット原稿の記入依頼 

10 月下旬 商談会事前アレンジ 

11 月上旬 出展スペースの確定 

 商談会スケジュールの確定 

11 月中旬 開催パンフレットの HP 更新 

■お申込み方法 

お申し込み用紙に必要事項をご記入後、FAX

にて事務局までご返信下さい。受付完了後、事

務局より完了メールを配信いたします。 

 

 

 
 

 
MAP2008 実行委員会事務局 中川、岡野 
Tel:092-721-4905 Fax:092-722-6205 
E-mail:map@astsa.jp 
HP(ASTSA）: http://astsa.jp/ 
HP(MAP2008): http://map-and-rts.com/blog/

お問い合わせ先 

開催までのスケジュール 

MAP の特色 

7 月上旬 
■申込み受付開始 

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

9 月上旬 
■開催チラシ（来場者案内）送付 
■出展関連書類の送付 

10 月 23 日 
■アブストラクト（英文）原稿〆切

11 月 25 日（火） 
■一般参加申し込み〆切 

11 月 26 日（水）～28 日（金）  
■会期 

11 月上旬 
■出展スペースの確定 
■開催プログラムの確定 
■商談スケジュールの確定 

10 月中旬 
■会期中配布パンフレットの原稿〆切 

11 月 7 日 
■プレゼンテーション原稿の〆切 
（基調講演者のみ） 

11 月中旬 
■会期中配布パンフレットの HP での更新 

10 月下旬 
■商談会事前アレンジ 

10 月 17 日（金） 
■プレゼンテーション 

仮タイトル〆切（開催チラシの原稿） 

10 月 31 日 
■出展〆切 

プレゼンテーション要項 

展示商談会出展要項 

  

http://astsa.jp/
http://map-and-rts.com/blog/


 
■開催地と規模 

会期 開催地 参加者数 

MAP2001 福岡市 223 名 

MAP2002 福岡市 228 名 

MAP&RTS2003 北九州市 256 名 

MAP&RTS2004 北九州市 220 名 

MAP&RTS2005 北九州市 335 名 

MAP2006 福岡市 414 名 

MAP&RTS2007 北九州市 465 名 

 

■プレゼンテーション本数、出展企業数 

会期 プレゼン本数 出展企業数 

MAP2001 20 本 22 社 

MAP2002 17 本 31 社 

MAP&RTS2003 46 本 33 社 

MAP&RTS2004 27 本 42 社 

MAP&RTS2005 36 本 52 社 

MAP2006 26 本 42 社 

MAP&RTS2007 36 本 46 社 

 

■エクスカーション 

会期 視察先 

MAP2001 

ソニーセミコンダクタ九州㈱大分 TEC、日

本テキサスインスツルメンツ㈱日出工場、

㈱デンケン 

MAP2002 
ソニーセミコンダクタ九州㈱熊本 TEC、東

京エレクトロン九州㈱ 

MAP&RTS2005 
トヨタ自動車九州㈱、パナソニック ファクト

リーソリューションズ㈱ 

MAP2006 
日本電気㈱（現NECセミコンダクターズ九

州・山口㈱大分工場）、㈱安川電機 

MAP&RTS2007 ㈱住友金属エレクトロデバイス、マツダ㈱

 

■商談実績（※アンケートベース） 

会期名 商談件数 成約見込件数 

MAP&RTS2003 289 件 111 件 

MAP&RTS2004 780 件 231 件 

MAP&RTS2005 382 件 86 件 

MAP2006 252 件 61 件 

MAP&RTS2007 284 件 45 件 

 

■出展実績（※過去７年間） 

China 
Auto  Instrument,  Beijing  Semiconductor  Industry 
Association(BSIA),  Beijing  T ianZheng  Information 
Technologies  Co.,  Ltd.  ,  Beijing  Ic  Design  Park  Co., 
Ltd.  , Beijing High‐top Technology Co., Ltd., China Way, 
Dalian  Daxian,  EASTCOM,  HAIER,  Hangzhou  Hi‐Tech 
Zone  Modem  Tele‐industrial  Park,  HISENSE,  Kengoo 
Group,  KONGYUE  Electronics  &  Information  Industry, 
SMIC,  Teco  Technology,  Tsinghua  University,  T ianjin 
Global  Magnetic  Card,  T ianjin  Zhonghuan 
Semiconductor,  Yantai  Kingwell  Technology,  Beijing 
Tsinghua Tongfang Microsl Electronics Co., Ltd. 
Korea 
Amkor  Technology  Inc.,  Epuller  Industrial  Project, 
Genitech, KAIST, Hanyang University, Korea Materials 

&  Analysis,  KOREA  MD  COM,  M.D.  Excimer,  MEMS 
ware,  Plubber  Tech,  SAMSUNG,  Samsung 
Electro‐Mechanics, Shinwon Tech, TELEPHUS 
Taiwan 
Digitimes, Episil Technology  Inc., King Yuan Electronics 
Co., Ltd. (KYEC), MEGIC, Sigurd Microelectronics Corp. 

Malaysia 
AKTY  Technologies,  BIM  Technologies,  Ministry  of 
International Trade & Industry (MIDA) 
Thai 
Thai NJR 
Singapore 
FTD  Technologies  PTE  Ltd.,  Institute  of  
Microelectronics,  Manufacturing  Integration 
Technology Ltd. 
U.S.A. 
ALLVIA,Inc.,  CAD  Design  Software,  Frontier 
Semiconductor,  Integrated Reliability  test System  Inc., 
Microtec Laboratories, Moldflow Corporation, Optimal 
Corp., President Control System, Silicon Pipe Inc. 

F inland 
Okmetic Oyj, Imbera 
Japan 
アキレス㈱, ㈲アジアビジネスコンサルタント, ㈱アドバンテ

スト九州システムズ, ㈱アポロウエーブ, ㈱アルデート, ㈱

アルバックグループ, アールエスコンポーネンツ㈱, イーヴ

ィグループジャパン㈱, イーエヌジー㈱, 井上喜㈱, イビ

テック㈱, ㈱インターテック, ㈱ウエイブコム, ㈱ウォルツ, 

エーティーイーサービス㈱, ㈱エー・イー・ティー・ジャパン, 

エスティケイテクノロジー㈱, ㈱エリア, ㈱大熊商会, 沖プ

リンテッドサーキット㈱, オプティマル・ジャパン㈱, オリンパ

ス㈱, ガイオ・テクノロジー㈱, カシオ計 算 機 ㈱, ㈶北九

州 産 業 学 術 推 進 機 構 , 九 州 工 業 大 学 , 共 立 エレックス

㈱, ケイ・エス・ティ・ワールド㈱, ケイレックス・テクノロジー

㈱, KOA㈱, サイバネットシステム㈱, ザインエレクトロニク

ス㈱, 佐賀エレクトロニックス㈱, 櫻井精技㈱, ㈱サワーコ

ーポレーション, ㈱サンテック, ㈱三陽, ㈱ジーダットイノ

ベーション, ㈱JMnet, ジェネシス・テクノロジー㈱, シナノ

ケンシ㈱, 澁谷工業㈱, ㈱SiM24, シャープ㈱, ジャパン

エアガシズ㈱, ㈱ジャパンユニックス, 新日鐵化学㈱, 住

友化学㈱, ㈱正興 C&E, ゼオン物流資材㈱, セラスター

㈱, 千住金属工業㈱, タナカ・トレーディング㈱, ディー・

クルー・テクノロジーズ㈱, ㈱ディスコ, ㈱テクノセム研 究

所, 東芝 LSI パッケージソリューション㈱, ㈱東芝セミコン

ダクター社, TOTO㈱, 東レエンジニアリング㈱, 凸版印刷

㈱, ナガセ電 子 機 器 サービス㈱, ㈱ニコンインステック, 

㈱西 日 本 常 盤 商 行 , 日 本 黒 鉛 商 事 ㈱, 日 本 サーキット

工業㈱, 日本サムスン㈱, 日本テクトロニクス㈱, 日本ミク

ロン㈱, パナソニックファクトリーソリューションズ㈱, ㈱羽

野製作所, 浜松ホトニクス㈱, 原田産業㈱, 阪和電子工

業㈱, 日立化成工業㈱, ㈱日立超 LSI システムズ, ㈱日

立 ハイテクノロジーズ, 平 井 精 密 工 業 ㈱, 福 電 資 材 ㈱, 

福菱セミコンエンジニアリング㈱, フルーエント・アジアパシ

フィック㈱, 古 河 電 気 工 業 ㈱, ㈱ブロステック, ㈱プロセ

ス・ラボ・ミクロン, ㈱プロデュース, ㈱豊 光 社, ボーズ感

性工学リサーチ㈱, ㈱マクニカ, ㈱マルコム, 丸文㈱, 丸

紅情報システムズ㈱, ミナミ㈱, ㈱メカトロジャパン, モー

ルドフロージャパン㈱, ㈱守谷商会, ㈱安川電機, 山田

電 音 ㈱, ヤマハ発 動 機 ㈱, ㈲ユーテックシステム, 横 河

電機㈱, ㈱ヨシミエレクトロニクス, ㈱ルネサス九州セミコン

ダクタ, ㈱ルネサステクノロジ, ㈱ワークス, ワボウ電子㈱ 

 

MAP 開催実績 

  




